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MEMORIA DESCRIPTIVA
para soliocitar
PATENTE DE INVENCION
e n
EsPANA

por VEINTE aiios
a nombre de SOCIETE EUROPEENNE DE REVETEMENT CHIMIQUE »SEUREC »,
entidad francesa, establecida en 14 Rue Cambaocérds, Paris, Fran-
oia, poxr: |

» PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS »

El presente invento tiene por objeto un nuevo procedi=-
miento para la fabriocacidéu de circuitos eldotricos por depdsi-
to met4lico sobre un soporte no conductor, y més especialmente,
aungue no exclusivamente, circuitos llamados »impresos», Hste
procedimiento presenta la ventaja esencial de ser realizable,
marced a su sencillez, de forma continua y de manera totalmen-
te automdtica y reproducible sin pérdida alguna de material,
Se presta por lo tanto especialmente para la produceidn en se-

rles grandes de circuitos, o elementos de ocircuitos, destina-
dos a ser insertados en conjuntos tales como calouladores elea-
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trénicos, instalaciones de radio-faro y orientacidn, estacio-
nes emisoras y receptoras, etc,

Este procedimiento se distingue de los procaedimientos
anteriores por el hecho de gue se compone de las tres opera-
ciones fundamentales siguientes:

1) Constitucidn de una base no conductora que lleva en
hueco la huella del circuito.

2) Recubrimiento superficial de las zonas en relieve
de esta base por medio de un revestimiento gue impide el de-
pésito metdlico sobre estas zonas.,

3) Aplicacidn de un proceso de metalizacidn a esta base,
fijandose unicamente el depésito metdlico en la huella antes
citada, con exaslusidn de dichas zonas recubiertas.

En la préctica, la operacidu (1) procede de un moldeo,
fresado, estampado, corte, o cualquier obro proceso o combil-
nacidn de procesos andlogos, efectuade sobre una resina sinté-
tica, termopldstica o termoendurecible, bien pura, bien carga-
da, bien aglomerada con materias pulverizadas, granuladas o fi-
brosas. La forma de esta base puede ser cualquiera, plana, es
decir de dos dimensionses, oqrpdrea, es deocir con tres dimensilo-
nes, ocurvada o c¢ilindrica, pero, preferentemente, serd una su-
perficie reglada, con el fin de facilitar la aplicacidn del
recubrimiento ulterior por medio de un rodillo ¢ilindrico; es=-
ta condicidn no es naturalmente limitativa porque podrfan uti-
lizarse también, por ejemplo, rodillos de generatrices no rec-

tilineas para recubrir superficies que presentan generalmente

‘de esta forma,

lgualmente, como se veré, el grueso de la base podrd no
ser constante, o podrd variar la profundidad de la huella, mien-

tras cue el contorno de la base podrd llevar distribuciones es-
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peciales, ouyos ejJemplos se descoribiran mds adelante, en fun-
cidn del tipo de circuito y del uso a que se destina,

Yor otra parte, la naturaleza del material utilizado
en la segunda operacidn dependerd de la forma de metalizacidn
enpleada en la tercera operacidn, Practicamente serd un barniz,
una tinta o, méds generalmeute, un recubrimiento sobre el que
el depdsito metdlico no se produzcea espontdneamente y que re-
sista la teuneratura a la cual se efeotua la metalizacidn,

Tinalmente, la operacidn de metalizacidn en si no es
oritica; puede ser un depdsito por via electrolitica o por via
guimica. Précticamente, un método partioularmente ventajoso
es aquel que consists en efectuar un depdsito de niquel por
via quimica, siendo este tipo de depdsito especialmente adhe-
rente y favorabls, desde el punto de vista de las ocaracteristi-
cas eléotricas, Este procedimiento se describe en particular
en la patente francesa nf 1088‘263 del 5 de agosto de 1953 y
en la patente esgpaiiola nk 225 757 depositada el 22 de diciem=-
bre de 1965 y otorgada ei &7 de Julio de 1956 para »@ircuitos
impresos y su procedimiento de fabricacibu». Naturalmente, se
podrd utilizar igualmente un deposito de cobre o cualquier
otro metal conductor,

Una ventaja de este procedimiento es que permite obtener
una operacidn totalmente continua, por medio de un aparato,
que comprende, por ejemplo, colocados uno a conbtinuascidn de
otro, una prensa de moldeoc, venebualmente combinada con dis-
positivos de fresado, y que produce bases moldeadas que lle-
van en hueco los trazados elegldos, al menos un rodillo reche
bridor por debajo del cual pasan dichas bases, y uua instala-
0idi de metalizacidn, tal corio una instalacidn de niquelado

quinico countinuo, estando previstas naturalmente la produccidn
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de oada equipo de este aparato, la velocidad de eirculacién

Y

de las bases, asi como la canbidad y disposicidn de dicnos
equipos en funcién de la duracién de cada operaocidn.

4 titulo ilustrativo se represeunta en el dibujo adjun-
to:

Figura 1 un eaquema de oirculacidn de un aparato segin
el invento,

Figura 2 un ejemplo de esquema de circuito que puede
ser obtenido por la realizacién del procedimiento segdn el in-
vento,

Figura 3 una vista en plante del circuito asi obteni-
do,

Figura 4, 5, 6 y 7 cortes transversales de este circui-
to segdn 1V-IV, W, VI-VI y VII-VII, respectivauente, de la
figura 9.

Figuras 8 y 9 los dos elementos de una variante de rea-
lizacién, segln el invento del circuito de la figura o, estan-
do estos elementos separados; el primero visto en planta y el
segundo de costado,

Figura 10 una planta de los dos elementos de las figu-
ras 8 y 9 acoplados,

Figuras 11, 12, 13 y 14, ocortes verticales de la fi-
gura 10, segn XI-XI, XII-XII, XIII-XIII, XIV-XIV.

Figura 15 una representacién esguenétioca en el espacio
de otra aplicacién del procedimiento segin el invento.

Figura 16 una vista en planta de un eircuito obtenldo
segin el invento y que corresponde al circulto ilustrado en
la figura 15, ¥y

la figura 17 un ocorte parcial de la figura 16 segin
XVii-XVIiI.
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Ba la figura 1 se ha representado muy esqueméAticamente
el enlace de las diferentes fases del procedimiento del inven=-
to.

A indica la fase de constitucién de las bases

B indica la fase de recubrimiento

¢ indica una etapa intermedia que en la practioca serd
casi siempre necesaria: la de secado del barmniz,

Las tres fases 4, By C podrén desarrollarse préctioa-
mente sin interrupcidn, estando la velocidad de rotacidn de
los rodillos de recubrimiento en B y la duracién del transpor-
te a través del equipo de secado, por ejsmplonla longitud de
un tdnel de infrarrojo, determinadas por la capacidad de pro-
duecibn de la fase A.

Las fagses D corresponden a los tratamientos previos de
la metalizacién, mientras que las fases E correspounden a la

metalizaocidn misma., Estos tratamientos previeos y la metallza-

eidn duran en geuneral mds tiempo y conviene prever varios conjun=-

tos DiE;, DgEg, DgzEz, etc, en derivasidn pars absorber sin in-
terrupeidn la produccidén de A,B,C, sin demora. El conjunto es

recogido por ejemplo por un traunsportador F, de un tipo ocual-

guiera,

En la figure 2 se ha representado uu esquema de c¢circui-
to cldsico gue puede ser realizado facilmente en forma de un
circuito impreso segin el invento, como se expondré a continua-
e¢idn,

Iste esquema comprende wi autotransformador 1, cuyos dosg
arrollamientos 2 y 4 estan reunidos en su punto medio 4 a uns
bhorna 5, mientras gue sus extremos estan unidos a las bornas
6 y 7. En la borna & estan reunidas lag armaduras & y 9 de dos
condensadores, ocuyas otras armaduras 10 y 11 estan unidas res-

bectivamente a las bornas 6 y 7.
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Si nos referimos ahora a las figuras 3 a 7, se vuelve
a ver eh ellas, »impresos» sobre una base 100 los elementos del
gircuito de la figura &, designado con las referencias numéri -
cas lOi a 111 gque ocorresponden respectivamente a las referen-
gias 1 a L1,

Jomo se ve, cada uuo de los arrollamientos 102 y 103
estd coustituldo por uma espiral impresa sobre cada cara lOQE
¥y 100b de la placa 100, respectivamente, estando sensiblemente
superpuestos estos dos arrollamientos. ELl punto central 104
es un taladro gue atraviesa la placa 100 y reune los extremos
interiores de los dos arrollanientos 102 y 103. Las bornas 106
y 107 son plaquitas solidarias de un campo de la placa 100, y
estan aisladas eléotricamente una de otra, por ejemplo, por
fresado del espacio que las separa despuds de metalizadas. TLa
borna 105 estd unida al puanto 104 por un taladro 112, ouyo ex-
tremo 113 estd ensancnado para permitir al mismo tieupo el de-
posito metdlico en el taladro 112 y la unidn eléctriou entre
este agujero y la bormna 105,

Las armaduras 108 y 109 estan agul reunidas en una sdla,
unida al punto 104 por un taladro 114 situado en la prolonga-
cibda del taladro 112, desembocando uun taladro berpendicular 1156
en la cara 1l00a y un conductor impreso 116, Las armaduras 106-
109 estan coustituidas por una placa deposgivada an el fondo de
una cubeta anuecada & profundidad conveniente en la ocara 100a.

Las armaduras 110 y lll son placas depositadas en el
fondo de cubetas vaciadas en la cara 100b a una distancia de
la placa 108~109 calculada en funcidn de las capacidades desea~
das. La ermadura 11l estd unida al arrollamiento 103 por un
conductor impreso 117; la abertura 110 estd unida al arrolla-

miento 102 por intermedio de uii taladro 118, valadrado a una

-6-
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corta distancia del arrollamiento 102, para no tocar el arrolla-
miento 10%. Los conductores impresos 119 y 120 unen el taladro
118 ocon el arrollamiento 10s y la armadura 110.

Refiriendose ahora a las figuras 8 a 14 se han represen-
tado en ellas otra realizacibn del ocircuito de la figura 2, lle-
vando esta realizacibn dos elementos separadoa representados
respectivamente en las figuras b ¥ 9.

T0s elementos de las figuras 8 a 14 que corresponden a
los de la figuras & estan designados por 20l a 211, correspon-
dientes a 1 a 11, y aquellos gue corresponden a los de las figu-
ras 3 a 7, por 201 a 220, oorrespondiendo a 10L-120 regspectiva-
mente,

Ye vuelven a ver arrollamlentos 201 y 202 lmpresos en
las ocaras 200ay 200b de una placa BOO y armaduras 208-209, 210
y 211 impremas sobre las caras 200%a y 200’b de una placae 2007,
Bn esta variante la originalidad procede de que la placa 2007
se enchufa sobre la placa 200 medlante las clavijas 221, 222 y
223, unidas respectivamente a laé armaduras 208-209 210 y R2ll.
La olavija 221 esté destinada a ser introducida en el taladro
204, el ocual reuns 1los extremos interiores de los arrollamien-
tos 202 y 2058 asf{ oomo el taladro 212 y la borna 205.

La clavija 222 estd destinada a aer introducida en un
taladro 218 gue une asf{ la armadura 210 a la borna 206 del arro-
llamiento 202 por un conductor 219. Iguelmente la olavija 223
estd destinada a ser introducida en un taladro 217 gue une asi

la armadura 211 a la borna 207 del arrollamiento 203,

Una realizacién como esta es evidentemente completamente
equivalente a aquella de las figuras 3 a 7, y por lo tanto al
esquema de la figura 2, La ventaja de la oconstitucién del ocir-

cuito en dos elementos separados es la posibilidad de interocam-



o\

lo

15

20

30

243¢c 2

biar elementos de caracteristiocas diferentes,

31 nos referimos ahora a la figura 15, en ella se ha re-
presentado un conjunto tridimensional del tipo utilizado en
los dispositivos de memoria gue llevan ndoleos de ferrita 301
y conductores 302 y 303, En la realidad estos conductores son
nds numerosos, pero para mayor claridad sélo se han representa-
do dos héces.

En las téonicaé anterliores el montaje de los conducto-
res con relacidn a los ndcleos de ferrita representaba un tra-
bajo manual counsiderable, largo y costoso; el presente lnvento

permite simplificar ese montaje introduciendo simplemente en

el proceso fundamental anterior una fase en la gue es dispues-
ta la placa de base, Lsta en efecto estd entonces constitulda
por un panel ailslante en alojamientos del oual estan retenidos
los ndoleos de ferrita, bien mecanicamente por medlo de tapas
calibradas que se adaptan a dichos alojamientos, o por simple
pegado del ndeleo, o bien embebiendo el ndcleo en el pamel.

En todos los ocasos la cara del penel es lisa, y s precisamen-
te sobre esta cara lisa donde se ejlecuta la huella, que lleva
de por si, en este caso, por una parte, el emplazamiento de
los conductores que vau de un nuocleo a otro, y por otra, ta-
ladros perforados en el centro de cada ndcleo de parte a parte
del panel,

Asf, se vé en las figuras 16 y 17 un panel 300 en el
que estan montados los ndeleos de ferrita S0L, por medio de
arandelas 505, Entre los micleos circulan conductores 302 y 903
que atraviesan cada nécleo sucesivo, pasando de un lado a obro
del panel por agujeros 304. A este efecto, la preparacidn del
panel comprende, segdn el invento, las fases siguientes:

- fijaoidn de los ndecleos al panel, en este ocaso por
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- huella de los conductores sobre la cara gonstituida
aqui por la parte superior del panel y las arandelas de fija-
cién de los ndcleos;

- taladrado de loa agujeros en el material del panel, pa-
sando por el centro de los ndoleos;

- ejecucién del procedimiento por recubrimiento y meta-
lizacidn.

Bste eJemplo ha sido dado golamente para mostrar que el
invento, lejos de estar limitado a la ejecucién de los ciroui-
tog simples clédsicos, se presta bara la realizacidén de oiroui-
tos que exigen aoctualmente un trabajo considerabdble,

La presente solicitud gque ocorresponde & la presentada en
Francia el 28 de agosto de 1,957 bajo el ndmero PV, 746.221,
se mcoge a los beneficios del articulo 51 del vigente Estatuto

sobre Propiedad Industrial;

NOTA

T,0s puntos de invencién propia y nueva que se presentan
para que sean objeto de esta solicitud de Patente de Invencidn
en Espafia por VEINTE afios son los sigulentes:

192,- Procedimiento para laffabricacién de circuitos elée-
tricos por deposito metdlico sobre un material no conductor,
procedimiento que implica las fases siguientes: constituociédn
de un base no conductora que lleva en hueco la huella del cire
cuito; reocubrimiento superficial de los relieves de esta base

por medio de un revestimiento gque impida el depbsito metdlico
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sobre las zonas recubiertas; aplicacidén de un proceso de metali-
zacidn a la base.

2¢,= Procedimiento sezgdn le reivindicacidn 1, caracteri=-
zado por el hecho de gque la constitucién de la base resulta
por moldeo, fresado, estampado y/o recortado de resina sinté-
tioca, termopldstica o termoendureoible, pura o aglomerada con
materias divididas.

39.~ Procedimiento segln las reivindiocaciones 1 6 2 oca-
racterizado por el hecho de gque el recubrimiento resulta de
la accidn, sobre la superficie superior de ls base que lleva
la huella, de un rodiilo que extiende sobre la superficie un
material (barniz, tinta celuldsica, enlueido gliceroftdlico o

andlogo) gue impide el depdsito metdlico ulterior y que resis-

te la temperatura del bado,

48,- Procedimiento sezgin las reivindiceciones 1, 2 o &
caracterizado por el neciio de gue la operacidén de metalizaoidn
s un niguelado guimieco.

HR,- Procedimiento segin una de las reivindicaciones pre-
cedentes, caracterizado por el hecho de gque la base lleva una
huella sobre las dos csaras,

62,- Frocedimiento segdn una de las reivindicaciones pre-
cedentes, ocaracterizado por el hecho de gque se constltuyen oca-
pacidades y autoinducciones de caracteristicas modificables a
voluntad por modificacidi del espesor de la base o de la pro-
fundidad de las huellas.

7§.- Procedimiento segdn una de las reivindicaciones pre-

cedentes, caracterizado por el hecho de gue la huslla lleva ta-

ledros destinados a ser metalizados interiormente y que even=-
tualmente terminan en una zona ensancnada frente a clavi jas,

82,~ Procedimiento segdn una de las reivindicaciones pre-

- 10=-
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cedentes, caracterizado por el necano de gue cada clavija esté

aislada eléotricamente por fresado de algunos de sus lados des=
puds de la metalizacidn,

92,- Procedimiento segdn una de las reivindicaclones pre-
cedentes carsoterizado por el hecho de que el procedimiento es
realizado de manera continua y automética,

10%,~ Procedimiento para la fabricacidn de circuitos
eléotricos,

Tal y couno se ha desorito en la Ilemoria que antececde
representado en los dibujos que se acompaiian y para los fines
gue se han especificado,

Esta lemoria que consta de once hojas esoritas a miqui-

na por una sola oara,

tmaria, - 9 OLF. 1908

- 11 -
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